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SPECIFICATIONS

Название
модели

MEG X570S UNIFY-X MAX

Поддержка
процессоров

Поддержка процессоров для десктопов AMD Ryzen™
5000 Серии, 5000 G-Серии, 4000 G-Серии, 3000 Серии,
3000 G-Серии, 2000 Серии и 2000 G-Серии

Сокет
процессора

AM4

Чипсет AMD X570
Графический
интерфейс

2 слота PCIe 4.0 x16
Поддержка технологии AMD CrossFire™

Память 2 модуля DIMM, двухканальный DDR4-5300MHz+(MAX
5800)

Накопители 6x слотов M.2 Gen4 x4 64 Гбит/с,
6x портов SATA 6 Гбит/с

USB порты 1x USB 3.2 Gen 2x2, 20 Гбит/с (1 Type-C),
4 порта USB 3.2 Gen 2, 10 Гбит/с (3 Type A + 1 Type C),
8 портов USB 3.2 Gen 1, 5 Гбит/с (8 Type-A),
10 портов USB 2.0

Сеть Realtek® RTL8125B 2.5G Еthernet
Беспроводная
связь /
Bluetooth

Intel® Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.2

Аудио 8-канальный (7.1) HD Audio с Audio Boost 5

FEATURES

Предназначен для экстремальных режимов OC

Первоклассный дизайн R&D и эксклюзивное решение 2 DIMM
обеспечивают производительность памяти мирового класса.

Sextuple M.2 Connectors

Onboard 6x M.2 connectors with sextuple Lightning Gen 4
solution for the maximum storage performance.

Интерфейс Lightning Gen4

Интерфейс Gen4 PCI-E с пропускной способностью до 64ГБ/с
для максимальной скорости передачи.

Direct 16+2 Phases Power Design

Extreme direct power solution with 16+2 phases and 90A Smart
Power Stage unleash the maximum CPU performance.

Outstanding Cooling Solution
Aluminum Cover, VRM Heat-pipe, 7W/mK thermal pads, M.2
Shield Frozr and MOSFET Baseplate ensure the extreme
performance with low temp.

2.5G Ethernet

Высокоскоростное сетевое подключение с ПО для управления
траффиком (пропускная способность до 2.5Гбит/с).

Интерфейс Lightning USB 20G

Порт USB 3.2 Gen2x2 обладает пропускной способностью в 20
Гбит/с – в четыре раза выше, чем у USB 3.2 Gen1.

Pre-installed I/O Shield

Protects your IO ports and prevents electrostatic discharge
damage, makes your motherboard a strong gaming foundation.

Технология Audio Boost 5

Надежная изоляция аудио контура от электромагнитных
помех с высококачественным аудио процессором.

6-слойная печатная плата с увеличенным содержанием
меди
Печатная плата из 6 слоев с увеличенным содержанием меди
обеспечивает повышенную стабильность работы компьютера
в долгосрочной перспективе.

CONNECTIONS

1. Кнопка сброса CMOS
3. USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с (Type-A)
5. 2.5G Ethernet
7. Кнопка сброса BIOS
9. USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (Type-A)
11. Оптический S/PDIF-выход

2. USB 2.0
4. USB 2.0
6. HD Audio разъемы
8. USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (Type-A)
10. USB 3.2 Gen 2x2 20Гбит/с (Type-C)
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